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⾼频（微波）印制板的鉴定及性能规范

1 范围

1.1 范围 本规范涵盖了具有微带线、带状线、混合介质、多层带状线，含或不含埋孔/盲孔及金属

芯等特征的高频（微波）印制板最终产品的检验和测试。

印制板可包括符合IPC-6017带有离散电容层、埋容或埋阻元器件的有源或无源电路，也可包括符合
IPC-6016的积层高密度互连（HDI）层。

1.2 ⽬的 本规范的目的是为高频（微波）印制板提供鉴定和性能要求。

1.3 性能等级和类型

1.3.1 等级 本规范根据客户和/或最终用途的要求，建立了高频印制板性能等级的验收准则。根据

IPC-6011中的定义，印制板可分为三个通用的性能等级。

1.3.1.1 要求偏离 偏离这些通用等级的要求应当由供需双方协商确定（AABUS）。

1.3.1.2 航天和军⽤航空产品要求偏离 航天和军用航空产品性能等级的偏离在本规范的附录A中定
义并列出。这一类产品通常被归类为3/A级。

1.3.2 印制板类型 本规范将定义8类高频（微波）印制板。

1型 – 单面
2型 – 双面
3型 – 同一介质多层结构
4型 – 混合介质多层
5型 – 带有盲孔和/或埋孔的同一介质多层
6型 – 带有盲孔和/或埋孔的混合介质多层
7型 – 金属和/或复合背衬印制板，单面或双面
8型 – 带或不带盲孔和/或埋孔的多层金属和/或复合背衬或金属芯印制板

1.3.3 采购选择 为了满足采购要求，性能等级应当在采购文件中规定。

采购文件应当为供应商提供充足的信息，以便其能够生产印制板并确保用户获得预期的产品。采购

文件中应该包含的信息要符合IPC-D-325的要求。

采购文件应该规定为满足3.6.1节要求所采用的热应力测试方法。测试方法应当在3.6.1.1节、3.6.1.2节
和3.6.1.3节中选取。如未作要求（见6.1节），则应当符合表1-1的默认要求。

在选取适当的热应力测试方法时，用户应该考虑以下内容：

•波峰焊、选择性焊接、手工焊接组装工艺（见3.6.1.1节）
•传统（共晶）再流焊工艺（见3.6.1.2节）
•无铅再流焊工艺（见3.6.1.3节）

1.3.3.1 选择（默认） 采购文件应该规定本规范内可选择的要求。参考表1-1列出的默认要求。
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